
共模噪波滤波器附带 ESD抑制器  / 包装规格

●标准数量

●模压载带包装 ●模压载带包装
EXC14CS EXC18CS，EXC24CS

●带状包装用卷盘

模压载带包装 单位 : mm

标准卷盘尺寸 单位 : mm
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0.90±0.15

型  号 øA øB øC øD E W T

0.25±0.05 0.85±0.15

EXC18CS 1.00±0.10 1.80±0.10
8.0±0.2 3.5±0.1 1.75±0.10 4.0±0.1 2.0±0.1 4.0±0.1 1.5 +0.1

0
0.25±0.05

0.50±0.05

EXC24CS

2.0±0.1 2.0±0.1 4.0±0.1 1.5 +0.1
0
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　包装方法 (带状包装)

型  号 尺 寸 型 带状包装种类 间距(P1)  (mm) 数量 (pcs / 卷盘)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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1.20±0.15 1.45±0.15
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EXC14CS 0.75±0.10 0.95±0.10 8.0±0.2 3.50±0.05 1.75±0.10
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输送定位孔 输送定位孔

贴装凹孔

贴装凹孔

产品嵌入状态 产品嵌入状态

拉出方向
拉出方向
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本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示

● 回流焊推荐条件

SnPb 系焊锡 (Sn-37Pb 系列等)

无铅焊锡 (Sn-3Ag-0.5Cu 系列等)

● 浸流焊条件

・由于本产品端子间距狭小，端子间极易产生电桥串扰，因此请勿使用浸流焊。

《焊接修正事项》

● 用热风等充分预热本产品后，保持焊铁头温度在350 ℃以下，以每个电极3秒以下进行焊接。

● 焊接时注意焊铁头勿直接接触本品。

高温峰值 max. 260 ℃ 10 秒以内
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预热区 150 ℃ ～170 ℃ 60 秒 ～ 120 秒

主要加热区 230 ℃ 以上 30 秒 ～ 40 秒

温度条件 时间

预热区 140 ℃ ～ 160 ℃ 60 秒 ～ 120 秒

主要加热区 200 ℃ 以上 30 秒 ～ 40 秒

高温峰值 235 ± 10 ℃ 10 秒以内

 推荐焊接条件

温度条件 时间

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

・最多使用2次回流焊。
・超出正常温度时，请务必与本公司确认。
・根据电路板及焊锡的种类，
  请事先确认产品端子部温度以及焊接特性。
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